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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CE1 est constam-
ment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refléte bien 'état
actuel de la technique.

Les renseignements relatifs a ce travail de révision, a I’établis-
sement des éditions révisées et aux mises a jour peuvent &tre
obtenus auprés des Comités nationaux de la CE I et en consultant
les documents ci-dessous:

@® Bulletin de la CE1
Annuaire de la CEX

Catalogue des publications de la CEI

Publié annuellement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se repor-
tera a ta Publication 50 de la CE1: Vocabulaire Electrotcchnique
International (VEI), qui est établie sous forme de chapitres séparés
traitant chacun d’un sujet défini, 'Index général étant publié sépa-
rément. Des détails complets sur le VEI peuvent étre obtenus sur
demande.

Les termes et définitions figurant dans la présente publication
ont été soit repris du VEIL soit spécifiquement approuvés
dc cette publication.

Symboles graphiques et littéraux

— la Publication 27 de la
électrotechnique;

— la Publication 617 de
schémas.

Les symboles et signes co
été soit repris des Publicati
quement approuvés

Publications de 1a abliespar le méme

Comité d’Etudes

L’attention du lecteur est attirée sur le deuxiéme feuillet de la
couverture, qui énumeére les publications de la CE I préparées par
le Comité d’Etudes qui a établi la présente publication.

Revision of this publication

The technical content of [ EC publications is kept under con-
stant review by the TEC, thus ensuring that the content reflects
current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised edi-
tions and amendment sheets may be obtained from 1 EC National
Committees and from the following I EC sources:

® 1EC Bulletin
® I1EC Yearbook

@® Catalogue of I EC Publications
Published yearly

Terminology

gt graphical symbols, and letter symbols and signs approved i
the LEC for general use, readers are referred to:

— IEC Publication 27: Letter symbols to be used in electrical
technology;

— TEC Publication 617: Graphical symbols for diagrams.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from 1 EC Publications 27 or 617, or have
been specifically approved for the purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
Technical Committee

The attention of readers is drawn to the back cover, which lists
1EC publications issued by the Technical Committee which has
prepared the present publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

NORMALISATION MECANIQUE DES DISPOSITIFS
A SEMICONDUCTEURS

Quatriéme partie : Systéme de codification et classification en formes
des boitiers pour dispositifs a semiconducteurs

PREAMBULE

Comités d’Etudes ou

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par de
i 3 ) sunesure possible un

leurs régles nationales le texte de la recommandatlon de la CEI, dans ]a
Toute divergence entre larecommandation de la CEI et la régle nationale
indiquée en termes clairs dans cette derniére.

La présente norme a été établie p
teurs.

formes de ces boitiers.
Le texte d (9

Ws Six Mois Rapport de vote

47(BC)860 47(BC)907

enseignements, consulter le rapport de vote mentionné dans le tableau ci-
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

MECHANICAL STANDARDIZATION OF SEMICONDUCTOR
DEVICES

Part 4 : Coding system and classification into forms of package outlines
for semiconductor devices

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical ( ommltte on which all the

international

sense.

3) Inordertopromote imemational uniﬁcation the I EC expresses the wish that all Q m1 itees should'adopt the text of

ait. Any d1 ergence between the IEC

This standard has been prepared by 0 mi 0,47 : Semiconductor Devices

This publication supersedes Section Fiy€ — Rul ng, of 1 E C Publication 191-1: Mechanical
Standardization of Semiconductor Deyices reparation of Drawings of Semiconductor
Devices, as regards the de s for semiconductor devices, and Appendix B
of L E C Publication 191-3 reparation of Outline Drawings of Integrated

Circuits, as regards th

The text of t@a

sllowing documents :

W’ Rule Report on Voting

>47(CO)860 47(C0)907

Further in ten canybe found in the Report on Voting indicated in the table above.
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